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국내 중소기업이 스마트폰 핵심 소재인 연성동

박적층판(FCCL) 공정의 한계를극복하고미세선

폭과적층요구를모두만족할수있는기술을개발

하는데성공했다

피앤아이(대표 윤여경)는 접착력이 08kgf/cm

이상이면서 20피치(회로 선폭과 간격이 각각 10

㎛)패턴을그릴수있는양면FCCL을세계처음개

발했다고14일밝혔다

FCCL은 연성회로기판(FPBC) 소재로 스마트폰

시장추세에따라더욱얇게패턴을그리면서도적층

까지가능한소재에대한요구가커지고있다 하지

만적층할수있도록접착력이강한소재는미세회로

선폭이어렵고 미세회로를그릴수있는소재는접

착력이떨어지는문제가있었다 현재FCCL을생산

하는3가지공정모두장단점을지녔기때문이다

거칠게처리된동박에폴리이미드(PI)레진을바

르는 캐스팅 방식이나 PI와 같은 성분의 접착제인

PI 프리프레그를 사용한후 PI 레진을 바르는라미

네이팅방식의FCCL은접착력과내열성이좋아적

층에유리하다 접착력은 1kgf/cm에 달한다 하지

만동박자체가두껍고표면이거칠어미세패턴제

작이힘들었다가능한패턴은40피치정도이며주

요업체들도60~70피치제품을내놓고있다

전해 도금으로 PI에 구리입자를입히는방식인

증착(sputter)은 미세 패턴이 가능하다 접착력은

04kgf/cm에불과해적층이힘들다

이때문에접착력이강한FCCL은캐스팅이나라미

네이팅방식으로미세패턴을그리는FCCL은증착(s

putter) 방식으로각기다른공정으로생산해왔다

피앤아이는 한국과학기술연구원(KIST)의 표면

처리기술을활용해두가지특성을모두구현했다

플라즈마 상태의 진공 체임버 내에서 특수 가스를

주입하고이온빔을쏘는방식으로 PI 표면을 처리

한후증착했다 이방식으로피앤아이는접착력을

08kgf/cm이상으로 끌어올렸다 이 특성은 솔더

플로트 테스트(288℃10초)와 핫 프레스 테스트

(180℃2시간4회)에서 모두 확인됐다 미세 패턴

은20피치까지가능하다

또한쪽면은기존캐스팅방식을적용해양면모

두적층이가능한비대칭(Asymmetric) 구조를이

뤘다 윤여경 회장은 자체 개발한 증착 기술은 기

존FCCL공정을단축시키기때문에생산비용도절

감할수있다며 최근세아홀딩스로부터투자받아

양산체제도갖췄다고말했다

문보경기자okmun@etnewscom

FCCL 방식 비교

개요

접착력

미세 패턴

피앤아이 방식

표면처리 후 증착

0.8kgf/cm 이상

20피치 가능

증착 방식

PI 표면에 전해도금 등의 방식
으로 동박을 입히는 공정

0.4kgf/cm 이하

20피치

라미네이팅 방식

PI 프리프레그를 바르고 그 위해 PI를

바른 후 구우면 PI프리프레그가 접착
제 역할을하면서 성분이 PI로 변함

1kgf/cm 가능

40피치

캐스팅 방식

동박에 거칠게 흠을 낸 후
PI레진을 바른다

1kgf/cm 가능

40피치

피앤아이 얇게 패턴 그리면서 적층도 가능한 FCCL 만들었다
20피치구현하고접착력만족

KAIST 표면처리기술활용해

두가지특성모두이끌어내고

기존공정단축해생산비절감

재제조방식으로가격을일반제품의반값이하

로낮춘 프린터토너카트리지가 유명 대형마트에

서판매된다

산업통상자원부는 한국프린터토너카트리지재

제조협회 롯데마트와 함께 16일부터 29일까지 2

주간롯데마트잠실 구로점에서 재제조토너카트

리지판매행사를실시한다

재제조는사용후제품을분해세척검사보수조

정재조립해원래성능을낼수있는상태로만드는

방식이다 산업부는재제조협회를통해국내재제조

카트리지분야우수중소기업 5개사를선정했다

소비자는삼성전자HP등국내에서유통되는거

의 모든 프린터에 장착 가능한 카트리지를 저렴한

가격에구매할수있다신품과성능은유사하면서

도가격은반값이하라는게산업부설명이다

재제조시장은소비자선택권확대물가안정고

용창출 자원절약효과로기대를모았으나낮은소

비자 인식과 대형 유통망 확보의 어려움으로인해

활성화가더뎠다 산업부는이를개선하기위해재

제조업계와대형유통사를연계해우수재제조제

품이대형마트에서판매될수있는길을마련했다

구용근재제조협회장은 판로확보에어려움을겪

는재제조중소기업을위해정부와대형마트가손잡은

이례적인사례라며앞으로도지속되기를기대했다

노병용롯데마트사장은 중소기업이생산한알

뜰재제조제품을소비자가구매할수있도록판매

확대에적극나서겠다고말했다

산업부는 1차판매결과를바탕으로유통망확대

등을추진할방침이다김재홍산업부제1차관은우

수재제조기업과대형마트 온라인쇼핑몰등주요

판로처와연결고리역할을강화하겠다고밝혔다

이호준기자newlevel@etnewscom

미래나노텍(대표 김철영)은 교통안전용 재귀반

사시트로유럽시장공략에본격나섰다고 15일밝

혔다

재귀반사시트는 프리즘 패턴 내에서 빛이 재반

사돼 들어온 방향으로 되돌아가는 원리를 이용한

기능성필름이다도로표지판이나교통안전표지판

에주로쓰인다유럽에서는차량용제품규정(ECE

104)에따라대형트럭에차량용테이프부착을의

무화하고 있어 교통안전용 재귀반사시트 시장이

크다

이회사는유럽수출을위해지난해11월유럽연

합 통합인증(CE)을 신청했다 심사 막바지에 접어

들어이달말께에는인증을받을수있을것으로예

상했다 이에 앞서 지난 4월 유럽연합의 통합규격

(EN 128991 RA2)을충족하는성적서도받았다

본격적인유럽시장공략을위해지난 4월 16일

부터 18일까지 영국 버밍엄에서 열린 트라펙스

2013에참가하기도했다이전시회에서광각초고

휘도재귀반사시트와차량안전용재귀반사제품등

을선보였다

미래나노텍관계자는CE인증을획득하면유럽

시장규격에 맞는신제품들을 앞세워 공격적인 마

케팅전략을펼칠예정이라며 2013년유럽재귀

반사시장에서매출확대를기대한다고말했다

문보경기자okmun@etnewscom

아드반테스트코리아(지사장한철희)는 16일충남

천안차암동신공장준공식을열었다고밝혔다

이 공장부지면적은 3만9605㎡다건물은지하

1층과지상 2층으로구성되고최신생산설비를갖

췄다디바이스인터페이스핸들러 프로브카드등

반도체 테스트 장비와 주변기기를 생산한다 공장

건설에 500억원을투자했다

기존한국공장은매각하고확대신축한이공장

에서장비를제조할계획이다

아드반테스트는 반도체 테스트 장비 분야 세계

시장점유율 1위업체다테스터핸들러 기계전기

인터페이스검사관련소프트웨어등을판매한다

공장준공과더불어이회사는천안시장학재단

에1억원을쾌척했다

이날행사에는안희정충남도지사 성무용천안

시장 산업통상자원부 국장 마쯔노 아드반테스트

사장한철희아드반테스트코리아사장등 200여명

이참석했다 오은지기자onz@etnewscom

삼성전자(대표권오현)는업계최초로45나노임

베디드플래시(eFlash) 로직공정을적용한스마트

카드용테스트칩개발에성공했다고15일밝혔다

임베디드 플래시 로직은 데이터를 처리하고 제

어하는시스템반도체 회로안에플래시 메모리를

구현한기술이다 회로집적도와전력효율이높아

가전모바일자동차등다양한영역에적용될것으

로기대된다

이번에 개발된 45나노 스마트카드용 IC는 종전

80나노제품보다25%가량전력소모가적고플래

시메모리에서데이터를읽는시간은 50%줄었다

플래시메모리셀당 100만번이상읽고쓸수있을

정도로높은신뢰성을확보했다

삼성전자는설계공정최적화및신뢰성검증기관

의보안검증을거친후내년하반기양산할계획이다

45나노임베디드플래시공정기술확보로소비자가

전뿐 아니라 차량용 마이크로컨트롤러유닛(MCU)

시장에서경쟁력을확보할것으로기대하고있다

김태훈 삼성전자 시스템LSI사업부 상무는 45

나노임베디드플래시로직칩으로스마트카드근

거리무선통신(NFC) 등 다양한 시장을 공략할 계

획이라며 향후 첨단 공정 기술로 모바일 솔루션

시장에서입지를공고히할것이라고말했다

이형수기자goldlion2@etnewscom

재제조한카트리지대형마트서반값에팔아요
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미래나노텍 유럽재귀반사시트시장노린다
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롯데마트잠실구로점서 2주간판매산업부 우수中企 5곳선정

업계최초로 45나노임베디드플래시로직공정적용

삼성전자 스마트카드용테스트칩개발

아드반테스트코리아천안공장준공

반도체테스트장비주변기기생산

기존공장매각하고천안서장비제조

이달말 EU 통합인증받고본격공략
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